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[57]申請專利範圍
1.　一種可撓式表面聲波元件之壓電基板製造方法，包括下列步驟：A.調製一具有壓電性材
料之印刷油墨；B.將該印刷油墨以全印表噴墨方式在一可撓式基板本體上進行一次以上
印刷，形成一壓電性薄膜，該可撓式基板本體係為一聚醯亞胺(PI)材質；C.乾燥處理，使
該壓電性薄膜乾燥成型；D.退火處理，退火處理之退火曲線係在一小時內由室溫線性加
熱至溫度介於 300℃至 330℃之間，之後持溫一小時，再自然冷卻至室溫，使該壓電性薄
膜之壓電性材料結晶長成。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之可撓式表面聲波元件之壓電基板製造方法，在步驟 B印刷
前先將該可撓式基板本體在電漿環境作表面處理，使該可撓式基板本體形成親水性表面。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之可撓式表面聲波元件之壓電基板製造方法，在步驟 A中，
以溶膠-凝膠法在溫度為 120℃至 160℃下，將醋酸鋅溶解於乙二醇中，持溫 20分鐘至 40
分鐘後，將其置於室溫環境中冷卻至室溫，再加入乙醇，以超音波震盪 20分鐘至 40分
鐘，形成氧化鋅溶液之印刷油墨，且氧化鋅溶液之濃度介於 0.5莫耳至 1.5莫耳之間。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之可撓式表面聲波元件 之壓電基板製造方法，在步驟 B中，
係在該可撓式基板本體上進行三次印刷，每次印刷厚度為 1微米至 3微米，而形成氧化
鋅之壓電性薄膜。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之可撓式表面聲波元件之壓電基板製造方法，在步驟 C中，
係在溫度介於 60℃至 80℃下進行乾燥處理。

6.　一種使用申請專利範圍第 1項至第 5項任一項所述之可撓式表面聲波元件之壓電基板製
造方法製成之可撓式壓電基板，包括：一可撓式基板本體，該可撓式基板本體係為一聚

醯亞胺(PI)材質；一壓電性薄膜，設置在該可撓式基板本體上。
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7.　一種可撓式表面聲波元件之製造方法，包括下列步驟：A.預備一可撓式壓電基板，包括
有一可撓式基板本體及一壓電性薄膜設置在該可撓式基板本體上，該可撓式基板本體係

為一聚醯亞胺(PI)材質，而該壓電性薄膜係以全印表噴墨方式在該可撓式基板本體上進行
一次以上印刷，並進行乾燥處理，使該壓電性薄膜乾燥成型，再施以退火處理，在一小

時內由室溫線性加熱至溫度介於 300℃至 330℃之間，之後持溫一小時，再自然冷卻至室
溫，使該壓電性薄膜之壓電性材料結晶長成；B.調製一導電油墨；C.將該導電油墨以全
印表噴墨方式在該壓電性薄膜上 印製一電極；D.乾燥處理，使該電極乾燥成型。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之可撓式表面聲波元件之製造方法，在步驟 B中，該導電油
墨係將奈米銀粉末溶於乙醇中，使其重量百分濃度介於 19至 21之間，在溫度為 22℃
時，其黏度為 11CPS至 15CPS之間，在溫度為 25℃時，其表面張力為 30mN/m至
33mN/m之間，其密度為 1.23克/毫升至 1.241.23克/毫升之間。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之可撓式表面聲波元件之製造方法，在步驟 D中，乾燥處理
之溫度介於 60℃至 80℃之間，乾燥時間介於 20分鐘至 40分鐘之間。

10.   一種使用申請專利範圍第 7項至第 9項任一項所述之可撓式表面聲波元件之製造方法所
製成之可撓式表面聲波元件，包括有：一可撓式壓電基板，該可撓式壓電基板包括有一

可撓式基板本體及一壓電性薄膜設置在該可撓式基板本體上，該可撓式基板本體係為一

聚醯亞胺(PI)材質；一電極，設置在該壓電性薄膜上。
11.   如申請專利範圍第 10項所述之可撓式表面聲波元件，其中該電極形狀為交指叉狀或同心

之螺旋狀。

12.   如申請專利範圍第 10項所述之可撓式表面聲波元件，其中該電極包括有一輸入電極及一
輸出電極。

圖式簡單說明

第一圖係為本發明之流程圖。

第二圖係為本發明之表面聲波元件之局部立體外觀圖。

第三圖係為本發明之表面聲波元件之平面整體構造示意圖。

第四圖係為本發明表面聲波元件之指叉狀電極尺寸標示圖。

第五圖係本發明實施例中，以 SEM電子顯微鏡拍攝之氧化鋅結晶狀態顯微圖。
第六圖係使用本發明之表面聲波元件，通入不同頻率電訊號之輸出增益曲線圖。

第七圖係為本發明表面聲波元件之電極呈現另一型態之示意圖。
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